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1. はじめに

　一時期よく耳にした，いつでも・どこでも・誰でもがコ
ンピューターネットワークにつながることにより，さまざ
まなサービスが提供されるという『ユビキタス』な社会を
実現するためのツールとして，急速に普及が進んでいるス
マートフォンを凌ぐ物は現時点では見当たらない。
　改めて言うまでもないが，スマートフォンはパソコンの
機能を取り込んだ多機能携帯電話であり，エリア拡大が進
む高速なデータ通信にも対応し，さらに電子メール・ゲー
ム・テレビ・ナビゲーションといった多様なアプリケー
ションを実行できる優れものでありながら，ワイシャツの
胸ポケットにも収まる小型・薄型サイズを実現している。
　その小ささにもかかわらず，ネットサーフィンや動画再
生など多くの機能を同時に実行できることに起因するバッ
テリー駆動時間の短さは，ユーザにとって悩ましい課題の
一つであろう。この課題の改善を含め更なる用途拡大のた
め，バッテリー自身の改善だけでなく，各デバイスの省電
力化や回路基板小型化のための実装技術はより一層進化し
ており，これまで以上に高密度実装や三次元実装に対する
要求が強まっている。

2. モバイル機器の動向からみた構成部品と実装技術
の変化

2.1	 プリント配線板の変化

　近年のスマートフォンの内部はバッテリーのスペース確
保が最優先され，プリント配線板は超小型化・多層薄型化
を余儀なくされ，当然のようにプリント配線板両面への高
密度実装が進んでいる。また，さまざまな形態のプリント
配線板（多面取り／割り基板／大型サイズ基板）や大きな
公差（ランド位置精度，反り）に対応し高品質実装を実現
する技術が求められている。
　そしてカメラモジュール・マイク・振動モータ等につい
てはメイン基板からサブ基板へシフトし，今後複雑な形状

をしたフレキシブルプリント基板（Flexible Printed Circuits：
以下 FPC）の多面取り／個片取り化やリジットフレキ基板
など，さまざまな形態のプリント配線板への対応が求めら
れている。
2.2	 実装部品の変化

　チップ部品では現在の携帯電話用メイン基板の主流であ
る 0603部品だけでなく，今までモジュール部品用として使
用されてきた 0402部品がメイン基板にも実装され，今後そ
の搭載比率の拡大や部品のさらなる小型化が進むと予想さ
れている。また，LSIパッケージの狭ピッチ化（0.65 
mm⇒ 0.4 mm⇒ 0.3 mmピッチ）およびダウンサイジング
が進行している。
　小型・薄型で性能の優れた電子部品は，もの作りの技
術・ノウハウの蓄積がある国内メーカが多いものの，コモ
ディティ化した電子部品については，海外企業の電子部品
を積極的に採用する動きがあり，部品寸法・テーピング
（ポケット）寸法のバラツキに起因する品質への影響も注意
が必要である。
2.3	 各種モジュールの変化

　無線通信処理を担う RFモジュール，特に国際ローミン
グに対応した端末用では，小型化の要求のみならず，それ
ぞれ異なる周波数を用いる通信規格 (GSM/UMTS/LTE)や
Wi-Fi・Bluetooth・GPSといった複数の通信規格に対応した
マルチバンド RF回路を形成する必要がある。そのためモ
ジュールの小型化の要求に反して部品点数が増加する傾向
があり，前記メイン基板に比べ電子部品の小型化や高密度
実装を強く促進する要因となっている。
　スマートフォンではメイン基板の面積が極端に縮小し，
従来の高密度実装技術だけでは高性能化に限界が見えてき
た。そこで，機能毎に最適化されたモジュール化 (Sip: 
System in Package)や，三次元的に回路を構成する部品内蔵
基板を採用することで，電気特性の良化とモジュールの薄
型化に伴う各種高性能化が実現できるようになってきた。
しかし，これらの部品内蔵基板に使用される基板（超薄型
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